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摩爾定律趨緩，
但運算需求正以前所未有的速度暴增

摩爾定律的物理極限 高速 /高頻寬應用需求
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系統整合從平面SoC邁向3D異質整合

SoC採單晶片平面整合，同一製程與同一晶片

• 效能擴展受限、頻寬不足

• 輸入/輸出距離長、功耗高

• 大面積晶片良率低、成本變高

• 系統架構缺乏彈性

先進封裝以3D堆疊整合多顆異質晶粒

• 提供更高頻寬與更佳能效

• 讓微處理器、人工智能晶片、高效能記憶體等模

組自由搭配

• 以小晶片提升良率並降低整體成本

• 打造高度彈性、可擴充的系統整合平台
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先進封裝是延續半導體性能
驅動下世代系統的關鍵核心

先進封裝技術

1

2

3 4
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多樣化感應器

量子電腦

矽光子
無人載具

智慧機器人

高效能運算
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串聯學術設計與產業製造的橋樑

T S R I
先進封裝技術

引進廠商技術、
驗證學術成果

封裝廠

連結前瞻製程

晶圓廠

協助產品開發

I C設計公司

提供前瞻設計需求

學術界
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TSMC驅動頭腦運算，TSRI打通身心五感

國網台南分
部

南部科學園區管理局
國網雲端算力
中心

量產為主

封閉平台

運算(AI/HPC/Mobile)為主

晶圓級 (TSMC CoWoS)

Apple/AMD/NVIDIA大客戶

運算、感測、矽光子等多樣化

雛形品驗證，人才培育

開放平台

晶片級 (TSRI CoCoB)

學研界或中小型企業

互補
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CoCoB：率先業界布局前瞻關鍵技術

產業趨勢和TSRI晶片級整合的發展方向一致

2025年NVIDIA提出預計在2028年採用CoWoP
封裝，移除封裝基板以簡化供應鏈並提升效
率

CoWoS: Chip-on-Wafer-on-Substrate CoCoB: Chip-on-Chip-on-Board

大球克服PCB表面不平整 小球接PCB提升晶片效能
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CoCoB：晶片級異質整合開放平台

頂層晶片

微凸塊

CMOS主動中介層

電路板

C4凸塊

高度設計彈性

低開發成本

加速創新週期

讓學研與新創得以實現前瞻構想

支援多樣化晶片與感測器整合

縮短設計到驗證時間

每顆小球端點精準加
入微量可流動的介面
材料，改善不平整PCB
表面的實際接觸面積

CoWoS CoCoB



9

引進歐、亞、美洲頂尖技術，
建構世界指標性的學研整合平台

臺灣掌握
核心整合技術

西門子
(異質整合模擬)

新思科技
(矽光子模擬)

安矽思科技
(高頻/熱流模擬)

村田製作所/
東京電氣化學工業株式會社
(高性能被動元件)

積水化學
(填充劑)

比利時微電子研究中心
(矽光子)

LIGENTEC
(光波導)

庫力索法
(點膠機)
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CoCoB平台學研服務

半導體
中心

臺大

高速類比/數位轉換器
基板整合波導
高頻晶片CoCoB

氣體感測整合晶片
高解析類比/數位轉換器

臺灣6所大學12位教授(臺大、清大、陽明交大、成大、中興、臺科大)

國際4個團隊(美國國家加速器實驗室/史丹佛大學、加州大學；加拿大
多倫多大學；德國慕尼黑工業大學)

清大

矽光子
AI晶片

成大

AI晶片
高速串列晶片互聯

高靈敏光感測陣列
晶片(影像、生醫、
量子電腦)

臺大
陽明交大

美國國家
加速器實驗室

/史丹佛
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以臺灣為核心之國際學研生態

技術整合
服務平台

東科大/熊本大學
(先進封裝)

國家加速器實驗室/史丹佛大學
(高靈敏光感測陣列晶片)

加利福尼亞大學戴維斯分校
(先進封裝)

多倫多大學
(電源晶片)

瑞典皇家理工學院
(感測器)

捷克CTU (感測器)

德國TUM (2.5D/3D封裝)

臺科大、
清大

陽明交大、臺大

成大

臺歐晶片創新論壇 ( T E C I F )由半導體研究中心、 i m e c及 E u r o p r a c t i c e 1 1 3年於
捷克布拉格與 1 1 4年於德國德勒斯登合辦，加強臺灣與歐洲在半導體領域的技術合作

比利時微電子
(矽光子)

比利時根特大學
(微轉印)

臺科大、
陽明交大
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CoCoB平台多樣化的應用

高速 /高頻

39%

AI

22%

電源晶片

11%
感測器

28%

第六代通訊高頻收發器

氣體感測溫控讀取晶片模組

矽光子EIC/PIC/光纖整合晶片模組

高頻波導5G/6G主動型接收天線

氮化鎵開關電路晶片模組
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CoCoB封裝平台為臺灣創造的四大價值

形成「感測＋封裝
＋系統整合」，啟
動新半導體經濟模
式

效益1

技術面

效益2

經濟面

效益3

產業鏈

效益4

國際合作

集合感測與
運算之實體
A I最佳平台

鏈結產學加速
技術應用落地

提供學研國際頂尖
技術對接，推動跨
域研究發展



14



15

學界貴賓分享

臺大蔡坤諭教授、

清大李明昌教授、

陽明交大陳冠能教授、

成大范銘彥教授
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展示範例 – CoCoB封裝技術模型
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展示範例 –氣體感測整合晶片
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氣體感測晶片的應用

氣體感測晶片現在的應用 氣體感測晶片未來的應用



謝謝您的聆聽！
現在開始實品展示
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